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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】令和1年7月11日(2019.7.11)

【公開番号】特開2017-220410(P2017-220410A)
【公開日】平成29年12月14日(2017.12.14)
【年通号数】公開・登録公報2017-048
【出願番号】特願2016-115945(P2016-115945)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｂ  33/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/56     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/12     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｂ   33/10     　　　　
   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ   33/22     　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｂ   33/22     　　　Ｄ
   Ｃ２３Ｃ   14/56     　　　Ｇ
   Ｃ２３Ｃ   14/12     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月5日(2019.6.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１受渡室を介して接続された、第１及び第２移載機を有し、第１の方向に延在する主
搬送路と、
　前記第１又は第２移載機に接続された第２受渡室、及び前記第２受渡室に接続された搬
送室とを有し、前記第１の方向と交差する第２の方向に延在する副搬送路と、
　前記搬送室に接続された複数の処理室と、を有し、
　前記第１及び第２移載機と、前記第１受渡室と、前記第２受渡室と、が接続された領域
は、連続した真空環境となるように構成されることを特徴とする、発光素子の製造装置。
【請求項２】
　前記第１移載機又は前記第２移載機は、
　前記第１受渡室が接続される第１ポートと、前記第２受渡室が接続される第２ポートと
、被処理基板を格納するバッファが接続される第３ポートと、を有し、
　前記バッファは、前記第３ポートを介して接続される前記第１又は前記第２移載機と連
続した真空環境となるように構成されることを特徴とする、請求項１に記載の発光素子の
製造装置。
【請求項３】
　第１受渡室を介して接続された、第１及び第２移載機を有し、第１の方向に延在する主
搬送路と、
　前記第１の方向と交差する第２の方向に、前記第１又は第２移載機から、第２受渡室を
介して接続された搬送室と、
　前記搬送室に接続された複数の処理室と、を有し、
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　前記第１移載機又は前記第２移載機は、前記第１受渡室が接続される第１ポートと、前
記第２受渡室が接続される第２ポートと、被処理基板を格納するバッファが接続される第
３ポートと、を有し、
　前記搬送室は、前記第２受渡室が接続される第４ポート、及び前記複数の処理室の一が
接続される第５ポートと、を有し、
　前記第１受渡室は、少なくとも二つが並行して設けられていることを特徴とする、発光
素子の製造装置。
【請求項４】
　前記第１乃至第３ポートは、前記第１又は前記第２移載機を中心に放射状に配置され、
　前記第１又は前記第２移載機の、隣接しない２箇所に前記第１ポートが配置され、
　前記第１又は前記第２移載機の、前記第１ポートが配置された箇所を除く、隣接しない
２箇所に前記第２ポートが配置され、
　前記第１ポートと前記第２ポートとの間に前記第３ポートが配置されることを特徴とす
る、請求項２又は請求項３に記載の発光素子の製造装置。
【請求項５】
　前記複数の処理室はそれぞれ、前記搬送室を中心に、放射状に接続されることを特徴と
する、請求項１又は請求項３に記載の発光素子の製造装置。
【請求項６】
　前記第１乃至第３ポートはそれぞれ、気密性を有することを特徴とする、請求項２に記
載の発光素子の製造装置。
【請求項７】
　前記第１乃至第５ポートはそれぞれ、気密性を有することを特徴とする、請求項３又は
請求項４に記載の発光素子の製造装置。
【請求項８】
　前記主搬送路上の末端に位置する前記第１又は前記第２移載機の前記第１ポートに、基
板投入取出口をさらに有し、
　処理前の前記被処理基板の投入と、処理済の前記被処理基板の取り出しは、いずれも前
記基板投入取出口を介して行われるように構成されることを特徴とする、請求項２乃至請
求項７のいずれか一に記載の発光素子の製造装置。
【請求項９】
　前記主搬送路上の一の末端に位置する前記第１又は前記第２移載機の前記第１ポートに
、基板投入口をさらに有し、
　前記主搬送路上の他の末端に位置する前記第１又は前記第２移載機の前記第１ポートに
、基板取出口をさらに有し、
　処理前の前記被処理基板の投入は、前記基板投入口を介して行われ、処理済の前記被処
理基板の取り出しは、前記基板取出口を介して行われるように構成されることを特徴とす
る、請求項２乃至請求項７のいずれか一に記載の発光素子の製造装置。
【請求項１０】
　前記主搬送路上の他の移載機の一の前記第１ポートの一に、基板投入取出口をさらに有
し、
　前記基板投入取出口は、前記主搬送路上の前記移載機の他の一の前記第１ポートの一と
接続され、
　前記主搬送路は、前記第１移載機、前記第１受渡室、前記第２移載機、前記他の移載機
の一、及び前記基板投入取出口を通る環状経路を有し、
　処理前の前記被処理基板の投入と、処理済の前記被処理基板の取り出しは、いずれも前
記基板投入取出口を介して行われるように構成されることを特徴とする、請求項２乃至請
求項７のいずれか一に記載の発光素子の製造装置。
【請求項１１】
　前記主搬送路は、一筆書き形状であることを特徴とする、請求項１乃至請求項１０のい
ずれか一に記載の発光素子の製造装置。
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【請求項１２】
　前記第１受渡室は、前記第１及び前記第２移載機の間に複数並列に接続されることを特
徴とする、請求項１乃至請求項１１のいずれか一に記載の発光素子の製造装置。
【請求項１３】
　前記第１受渡室は、前記主搬送路と前記副搬送路とが交差する箇所に設けられ、
　被処理基板を主搬送路から前記副搬送路へ、あるいは前記副搬送路から主搬送路へ移動
させるように構成されることを特徴とする、請求項１乃至請求項１１のいずれか一に記載
の発光素子の製造装置。
【請求項１４】
　第１受渡室を介して接続された、第１及び第２移載機を有し、第１の方向に延在する主
搬送路と、
　前記第１の方向と交差する第２の方向に、前記第１移載機から、第２受渡室を介して接
続された第１搬送室と、
　前記第２の方向、又は前記第１の方向又は前記第２の方向に交差する第３の方向に、前
記第２移載機から、第３受渡室を介して接続された第２搬送室と、
　前記第１搬送室に接続された第１処理室と、
　前記第２搬送室に接続された第２処理室と、を有する発光素子の製造装置を用いた発光
素子の製造方法であって、
　絶縁表面上に、画素電極と、前記画素電極の端部を覆うと共に、前記画素電極の一部を
露出するバンクと、を有する被処理基板を用意し、
　前記被処理基板を、製造装置の主搬送路上に設けられた第１移載機に搬入し、
　前記被処理基板を、前記第１移載機から、前記第２受渡室を介して第１搬送室に搬入し
、
　前記被処理基板を、前記第１搬送室から前記第１搬送室に接続された第１処理室に搬入
し、
　前記画素電極及び前記バンク上に第１有機層を形成し、
　前記被処理基板を、前記第１処理室から前記第１搬送室に戻し、
　前記被処理基板を、前記第１搬送室から前記第２受渡室を介して前記第１移載機に戻し
、
　前記被処理基板を、前記第１移載機から前記主搬送路上に設けられた第２移載機に搬入
し、
　前記被処理基板を、前記第２移載機から、前記第３受渡室を介して第２搬送室に搬入し
、
　前記被処理基板を、前記第２搬送室から前記第２搬送室に接続された第２処理室に搬入
し、
　前記第１有機層上の、前記画素電極に重畳する領域に第２有機層を形成し、
　前記被処理基板を、前記第２処理室から前記第２搬送室に戻し、
　前記被処理基板を、前記第２搬送室から、前記第３受渡室を介して前記第２移載機に戻
す工程を含み、
　前記被処理基板は、前記主搬送路、前記第２受渡室、前記第１搬送室、前記第１処理室
、前記第３受渡室、前記第２搬送室、及び前記第２処理室を通じて連続した真空環境下に
置かれることを特徴とする、発光素子の製造方法。
【請求項１５】
　前記第１搬送室に接続された、第３処理室をさらに有し、
　前記第２有機層の形成後、
　前記被処理基板を、前記第２移載機から前記第１移載機に搬入し、
　前記被処理基板を、前記第１移載機から、副搬送路を介して前記第１搬送室に搬入し、
　前記被処理基板を、前記第１搬送室から前記第３処理室に搬入し、
　前記第１有機層及び前記第２有機層上に第３有機層を形成する工程をさらに含み、
　前記被処理基板は、前記第３処理室において真空環境下に置かれることを特徴とする、
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請求項１４に記載の発光素子の製造方法。
【請求項１６】
　前記主搬送路上で、前記第１移載機又は前記第２移載機に、第４受渡室を介して接続さ
れた第３移載機と、
　前記第２の方向又は前記第３の方向に、前記第３移載機から、第５受渡室を介して接続
された第３搬送室と、
　前記第３搬送室に接続された、第３処理室をさらに有し、
　前記第２有機層の形成後、
　前記被処理基板を、前記第２移載機から前記第３移載機に搬入し、
　前記被処理基板を、前記第３移載機から、前記第５受渡室を介して前記第３搬送室に搬
入し、
　前記被処理基板を、前記第３搬送室から前記第３処理室に搬入し、
　前記第１有機層及び前記第２有機層上に第３有機層を形成する工程をさらに含み、
　前記被処理基板は、前記第４受渡室、前記第５受渡室、前記第３搬送室、及び前記第３
処理室において真空環境下に置かれることを特徴とする、請求項１４に記載の発光素子の
製造方法。
【請求項１７】
　前記第１有機層は、前記発光素子のホール輸送層又は電子輸送層を含むことを特徴とす
る、請求項１４に記載の発光素子の製造方法。
【請求項１８】
　前記第２有機層は、前記発光素子の発光層を含むことを特徴とする、請求項１４に記載
の発光素子の製造方法。
【請求項１９】
　前記第１有機層は、前記発光素子のホール輸送層又は電子輸送層のいずれか一方を含み
、
　前記第３有機層は、前記発光素子のホール輸送層又は電子輸送層の他方を含むことを特
徴とする、請求項１５又は請求項１６に記載の発光素子の製造方法。
【請求項２０】
　前記第１移載機又は前記第２移載機に接続されたバッファを有し、
　前記第１移載機又は前記第２移載機から前記バッファに前記被処理基板を搬入する工程
をさらに含むことを特徴とする、請求項１４に記載の発光素子の製造方法。
【請求項２１】
　前記第１移載機、前記第２移載機、及び前記第３移載機のいずれか一に接続されたバッ
ファを有し、
　前記第１移載機、前記第２移載機、及び前記第３移載機のいずれか一から前記バッファ
に前記被処理基板を搬入する工程をさらに含むことを特徴とする、請求項１６に記載の発
光素子の製造方法。
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